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气体反应装置（Gas Reactor），采用精确地温控设计，直观地触屏操作界面，并用惰性材料（石英）的腔室

构造，以及氮化硅材料样品拖，在排除外界条件对反应过程干扰的同时，更让用户方便操作。

同时，开放设计的外接端口，让用户灵活的扩展各种气路，让用户组装符合自己实验需求的气路，满足复杂的

实验需求。

气 体 反 应 室 （ G a s R e a c t o r ） [ 见 图 一 ] 作 为 

Versaprobe II 型光电子能谱仪的又一标准选配

，在预处理室（VersaLock或者VersaPrep）

的配合下，能够满足用户在一些特定的反应气氛

下，将样品加热到不同的温度，来研究材料（如

催化剂）的性能，或者材料氧化腐蚀行为。

多功能光电子能谱上安装气体反应室
Versat i le opt ions on Versaprobe I I  – Gas Reachter
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简介

惰性气保护

图1   气体反应室

 

图2  气体反应室内部结构图

 

图3   PID温控界面

气体反应室（Gas Reactor）采用惰性气体（如Ar气）

填充在反应室中（图2蓝色部分），惰性气体环绕在反

应气体（红色部分）周围，防止活性气体渗透出来对反

应室进行腐蚀。反应后的气体（粉色部分）可以通过特

定的管路排出反应室，便于用户收集测试反应后的气体

成分，或者将废气排出到气体尾气处理装置，防止对环

境造成污染。

气 体 反 应 腔 室 采 用 石 英 材 料 ， 而 样 品 托 使 用 氮 化 硅 （

Si3N4）材料，两者表面磨成不同粗糙度，将反应样品

密封在该腔室中，由于不同材料和不同表面粗糙度，气

体反应加热过程中，可以有效防止密封接触界面在高温

下粘接。

PID控温设计

气体反应室的温控采用PID可视触屏控制，用户可以轻

轻点触界面，设定加热温度。该反应室可以在静态（无

气体流动）条件下，最高加热到800℃，在动态（气体

流动）模式下，最高加热到500℃。

程序设计的自调节（ Auto Tuning ）功能，会根据用户

不 同 的 加 热 条 件 和 不 同 的 气 体 氛 围 ， 自 行 设 定 最 佳 的

PID参数，确保加热过程准确可控。该温控设计允许用

户手动输入PID参数，完成加热过程，即使在样品正在

反应的过程中，用户也可以随时变更这些参数，以符合

实验的需求。

开放设计的气路接口

由于气体反应室（Gas Reactor）是开放式的气

路设计，用户可按照自身实验需求设计不同的通

入气路和流出气路。即可在静态（无气体流动）

模式下，控制气体通入量及气压，进行定量反应

；也可在动态（气体流动）模式下，控制气体流

量和流速，进行动态测试。另外，该气体反应室

也允许用户将气体混合后，通入气体反应室，研

究多组分反应。

另外，由于气体反应室体积小（不大于1cm3）

，反应过程中所消耗的气体量小，便于用户用其

它尾气检测装置，收集监控气体反应产物。
图4    气路连接示意图
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